














Fertigungsspezifikation

23. Kantenmetallisierung
Metallisierte Kanten sind mit Kupfer beschichtete Innen- oder AuBenkonturen einer Leiterplatte.

Dabei ist zu bertcksichtigen, dass die gefrasten und glatten Kanten, auf Grund einer geringen Rauhigkeit, nur
eine geringe Kupferhaftung besitzen. Eine Verbesserung der Kupferhaftung kann bei Multilayern durch das He-
rausfuihren der Innenlagen erzielt werden.

Fur diesen Prozess werden bei der JLP je nach Bedarf zwei Technologien angewandt:

LBA - Technologie

* Metallisierung partieller Bereiche bzw. Uber die gesamte Lange der Leiterplatte

Tenting - Technologie

» Die max. Lange der Kantenmetallisierung betragt 80 mm

» Langere Metallisierungen werden durch Haltestege (Bruchstege) unterbrochen
* Leiterplattenecken mussen Frasradien besitzen

¢ verwendeter Fraser: 1,6 mm oder kleiner

Abbildung: Kantenmetallisierung - Abbildungen: Kantenmetallisierung
halbgefraste Bohrungen*

Einschrankungen kdnnen hinsichtlich der Stabilitat des Fertigungsnutzens vorkommen. Um dies zu vermeiden
werden Bruchstege zur Stabilisierung eingebracht, welche vor oder nach der Bestlickung sauber aufgetrennt
werden mussen.

*Halbgefraste, metallisierte Bohrungen sind gratfrei und somit fir eine sichere seitliche Kontaktierung (optimal)
geeignet.
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24. Einpresstechnik

Diese Technologie ermoglicht eine l6tfreie Montage von Bauelemente-Anschlliissen oder Einpressstiften in den
(i. d. R. metallisierten) Bohrungen der Leiterplatten. Zur Anwendung kommen verschiedene Einpressstifte (mas-
siv oder elastisch). Die MaBe und Formen sowie deren Toleranzen missen vom Hersteller festgelegt sein und
dem Leiterplattenproduzenten mitgeteilt werden (Lochspezifikation). Des Weiteren sollten die entsprechenden
Layoutbereiche eindeutig gekennzeichnet sein (u. a. Benennen der Bohrungen).

Die Lochspezifikation sollte folgende Kennzahlen enthalten:

Kennzahlen Beispiele

Endloch mit Toleranzangabe 0,85 + 0,10 /- 0,05 mm
Grundbohrung mit Toleranzangabe 1,0 = 0,025 mm
Cu-Schicht in der Bohrung min. 25 um
Oberflachen-Schicht in der Bohrung 3,00 - 5,0 um Ni

0,05 -0,2 um Au

Leiterplattendicke 1,6 mm

Restring 0,15 mm
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Priftechniken

1. Automatisch-optischer Test (AOI)

Nach dem Atzen werden alle Leiterplatten standardméaBig einem AOI Test unterzogen. Das geétzte Layout wird
dabei mit den Gerber-Daten verglichen.

CAM-Parameter fiir den automatisch-optischen Test

* Test gemaB CAM-Daten (Kundendaten und Vorgaben)
» Automatische Erkennung von Kurzschllssen, Unterbrechungen, Einschnurungen, Abstandsunterschreitung,
Leiterzugsbreiten etc.

2. Elektrischer Test

Das elektrische Testverfahren wird auf Kundenwunsch fur Leiterplatten eingesetzt. Der Test wird mittels Finger-
test oder Nadel-Adapter-Test (Paralleltest) durchgefihrt.

CAM-Parameter fiir den elektrischen Test

* Test gemaB CAM-Netzliste (Kundennetzliste wiinschenswert), siehe Pkt. 5 Inputformate
* selektives Testverfahren mit hochpraziser Prifpunktpositionierung

* Durchgangstest, Test nur von Anfangs- und Endpunkten, Gut-Schlecht-Sortierung

* Hochspannungstest mit Prufspannung (bis max. 1000 Volt)

* Test von innenliegenden Widerstdnden und Ausfiihrungen

* Ausflihrung von Widerstandsschleifen

3. Andere Testverfahren/Dienstleistungen/Analysen

Zur Prozessliberwachung und Qualitatsbestimmung der Leiterplatten stehen eine Reihe weiterer Testverfahren
und Gerate zur Verfligung:

* Erstellung und Auswertung von Mikroschliffen

* Schichtdickenbestimmung (Wirbelstrom, Beta-Ruckstrahl) von Kupfer, Nickel, Gold und Zinn

* SnPb-Analyse / Sn-Analyse

* Prufprotokolle / Erstmusterprufberichte

* ausgewahlte Testverfahren nach IPC-TM-650

 Analyse, Protokollierung & Nacharbeit von Import-Leiterplatten (als Dienstleistung fiir Hdndler und Kunden)
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Sonstiges

1. Spezielle Nacharbeiten

* layoutbezogene Nacharbeit von Konturen

* layoutbezogene Nacharbeit vom Beschriftungsdruck

* funktionelles Auftrennen von nichtgewollten Verbindungen
» VerschlieBen von Nacharbeiten durch Epoxydharz

* Nacharbeit von Anfasungen

Weitere Mdglichkeiten von Nacharbeiten sind auf Anfrage maéglich!

2. Zertifikate/Zulassungen

* Qualitdtsmanagementsystem nach DIN EN 9100:2018

* Qualitdtsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001*

* Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001

* UL - Approbation fur USA und Kanada — File Nr. E155774
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*DIN EN ISO 9001 wird aktuell nach der Revision 2015 neu zertifiziert (Stand: 10-2018)
3. Umwelt

* Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001

* Einhaltung der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1709/2006 des Européaischen Parlaments sowie der entsprechenden
SVHC-Liste mit nachfolgenden Ergédnzungen vom 19.07.2016

* RoHS-konforme Produktion von Leiterplatten gemaB Richtlinie.

* Ablehnung von ,,Conflict Materials“ geméaB Dodd-Frank Act



Verpackungs- und Lagerhinweise

1. Verpackung nach Kundenwunsch

Durch viele Umwelt- und Umgebungseinflisse sind Leiterplatten enormen Belastungen ausgesetzt.
Deshalb mussen die Platinen fir eine Weiterverarbeitung beim Kunden optimal vorbereitet werden.

Stressfaktoren fiir Leiterplatten

* Feuchtigkeitsaufnahme (beginnt bereits kurz nach der Produktion)
* Transport und Lagerung
* Vorbehandlung und Weiterverarbeitung bei hohen Temperaturen

1.1 ESD Verpackung/Vakuumverpackung (kostenpflichtig)

Fuar die ESD Verpackung arbeiten wir mit einem Vakuumverpackungsgerat einschlieBlich Rickbegasungsein-
richtung fur Stickstoff. Durch die Vakuumverpackung ergeben sich Vorteile fir die Vermeidung von Oxidation,
Feuchtigkeit und Verschmutzung.

Folgende Mehrwerte ergeben sich daraus:

* sicherere Lagerung der Platinen Uber einen langeren Zeitraum méglich
(ohne dass eine nachtragliche Trocknung erforderlich wird)

* Lichtschutz der Leiterplatten durch eine Metallschicht in der Verpackung

» Schutz vor Verunreinigungen

» ESD-Schutz fur dafir vorgesehene Arbeitsbereiche

1.2 Sonstige Verpackung (kostenfrei)

* Bio-, Altpapier- und Styroporflocken
* Luftpolsterfolie oder Schaumgummi

1.3 Verpackungsetikett

Sie liefern uns lhre Barcodes — wir passen unser Verpackungsetikett zur einmaligen Optimierung und Standar-
disierung lhrer innerbetrieblichen Logistik dementsprechend an!

Dafur bendtigen wir folgende Details:

* EtikettengréBe (max. GréBe 10 cm x 6 cm)

* Etikettenformat (Hoch-/Querformat)

 SchriftgréBe und Platzierung

* jegliche Form der im Rahmen verfligbaren Flachen

* Angabe der genauen Barcode-Sprache (Vielzahl verschiedener Barcodes mdéglich — inkl. Data-Matrix-Code)



2. Lagerbedingungen

Um Schadigungen der Leiterplatte zu vermeiden, mussen die Platinen vor der Weiterverarbeitung getempert
und getrocknet werden.

Damit die Lét- und Verarbeitbarkeit unserer Leiterplatten innerhalb des zulassigen Lagerzeitraums (siehe Tabel-
le) gewahrleistet werden kann, empfehlen wir folgende Lagerbedingungen und Lagerfristen:

 Lagertemperatur: 18 -22°C
e Luftfeuchte: 30 -50% rF
 unbelastete Umgebungsluft

Oberflache Lagerfrist fiir Lotfahigkeit
chemisch Ni /Au 12 Monate
chemisch Sn 6 Monate
Heissluftverzinnung (HAL) 12 Monate

Eine Lagerung unterhalb der Fristen ist selbstverstandlich mdglich. Bitte beachten Sie dies bei der Liefereintei-
lung fr Rahmenauftrage.

Vorbehandlung und Weiterverarbeitung

Die hohen Belastungen der Leiterplatten, insbesondere im Bleifrei-Prozess, erfordern ein hohes MaB an Pro-
zessstabilitat und Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien bei der Bestliickung. Dartber hinaus durfen nur tro-
ckene und temperierte Leiterplatten verarbeitet werden.

Wir empfehlen fir alle Mehrlagenleiterplatten vor der Weiterverarbeitung die Trocknung. Fur Starrflex-LP ist die-
se zwingend erforderlich (siehe Folgepunkt 3).

Trocknungsbedingungen

* Temperatur: 120°C
* Zeit: ca. 3 Stunden
* Durchfuhrung: im Umluftofen freistehend oder freiliegend

Hinweis: Leiterplatten mit der Endoberflache chemisch Zinn reagieren unter héherer Temperatur mit einem
schnelleren Wachstum der intermetallischen Phase. Ladngere Lagerung und Unterbrechung der Weiterverarbei-
tung kénnen die Létféhigkeit verschlechtern.

Bitte beachten Sie auch flur die Gestaltung der Verarbeitungsprozesse die einschlagigen Normen
IPC J-STD-020, IPC J-STD-033 und J-STD-075.
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3. Temperempfehlung fur flexible und starr-flexible Leiterplatten

Flexible und starr-flexible Leiterplatten mit Polyimid sind extrem hygroskopisch, d. h. sie kénnen selbst bei
normalen Raumbedingungen die Feuchtigkeit, die in der Luft vorhanden ist, aufnehmen. Eine getrocknete Poly-
imidfolie hat bereits nach wenigen Stunden ihren Sattigungsgrad an Feuchtigkeit erreicht. Das fUhrt dazu, dass
beim Létprozess die absorbierte Feuchtigkeit explosionsartig verdampft und es so zu Ausféllen durch Delamina-
tion, Blasenbildung, Abrisse, etc. kommen kann. Dieses sogenannte ,,Ausgasen” kann verhindert werden.

Lagerbedingungen

» Lagertemperatur: 18 -22°C
* Luftfeuchte: 30 - 50% rF
Tempern

Obwohl unsere Leiterplatten wahrend des Fertigungsprozesses getempert werden, spielen die weiteren Trans-
portumstéande (Wetter und Temperatur) sowie Lagerbedingungen eine wesentliche Rolle. Daher ist es erforder-
lich, die Platinen fur die weitere Verarbeitung zu tempern. Die Verarbeitung sollte unmittelbar nach dem Temper-
prozess vorgenommen werden (<4 h), da die hygroskopischen Eigenschaften der Platinen bestehen bleiben.

Temperaturempfehlungen fur das Tempern

Flexible Leiterplatten
Bei einer Temperatur von ca. 120 °C -> 3 - 4 Stunden tempern

Starr-flexible Leiterplatten
Bei einer Temperatur von ca. 120 °C -> 4 - 6 Stunden tempern

Es ist zu beachten, dass durch die Warmeeinwirkung bei den Oberflachen chemisch Zinn und OSP eine
kiunstliche Alterung eintritt, welche sich negativ auf das Létverhalten auswirken kann.




Firmenprofil der Jenaer Leiterplatten GmbH

seit 1974:

seit 1992:

Entwicklung:

Unser Team:

Kennzahlen:

Qualitatssicherung:

Was zeichnet uns aus:

Beginn der Leiterplattenproduktion im Traditionsunternehmen ,Carl Zeiss“ in Jena.

Vollstandige Privatisierung des Unternehmenszweiges
Start der Fertigung als ,Jenaer Leiterplatten GmbH" - Ab diesem Zeitpunkt
kontinuierliche Durchsetzung auf dem deutschen Leiterplattenmarkt.

Mit einem jahrlichen Umsatz von ca. 11 Mio. EUR haben wir uns zu einem stetig wach-
senden, kompetenten Partner flr unsere Kunden entwickelt. Daraus ergibt sich eine
regelméBige Platzierung unter den TOP 20 der deutschen LP-Hersteller.

90 Mitarbeiter

* Arbeiten im Dreischichtsystem

* langjahriges technologisches Know-how

« flexible Einsatzmdglichkeiten aller Mitarbeiter
* IPC-A-600 geschultes Personal

Fertigungskapazitat von ca. 40.000 m2/Jahr
Produktionsflache von 4.600 m?

Qualitdtsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001
UL - Approbation (USA/Kanada) - File-Nr: E155774

Weitergehende Anforderungen an das Qualitatssystem werden von uns individuell
behandelt und in Qualitatsvereinbarungen festgeschrieben.

* langjéhrige Erfahrungen und technologisches Wissen

* partnerschaftliche erfolgreiche Zusammenarbeit

* klar definierte Ansprechpartner

* konkrete Angebote mit detaillierter Datenprifung

* Erreichbarkeit unserer CAM-Mitarbeiter, d. h. kompetente Beratung rund um die Uhr
* Eildienst- und Blitzfertigung

 kurze Lieferzeiten & Termintreue

* héchste Qualitdtsanspriiche und deutsche Fertigung




Kontakte

Unser Innendienst steht Ihnen von Montag bis Donnerstag zwischen 7.00 Uhr und 18.00 Uhr und am Freitag,
von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr, zur Verfugung. In ganz dringenden Fallen sind technische Abstimmungen sogar
auBerhalb der Ublichen Birozeiten mit unseren CAM-Mitarbeitern méglich.

Ansprechpartner

Anfragen & technische Beratung/Angebotswesen

Herr Volker Wétzel 03641/62 16 -12 agw@jlp.de
Frau Christiane Reis 03641/62 1616 agw@jlp.de
Herr Torsten Simon 03641/6216-17 agw@jlp.de

Auftragsannahme & Terminabstimmung/Arbeitsvorbereitung

Herr Frank Jahnke 03641/6216-20 cam@jlp.de
Frau Stephanie Micheel 03641/6216-18 cam@jlp.de
Herr Jurgen Fleischhauer 03641/6216-19 cam@jlp.de

Technische Abstimmung zu laufenden Auftragen

Herr Steffen Igl 03641/62 16 - 33 cam@jlp.de
Technologische Beratung

Herr Jens Ohlwein 03641/62 16 — 31 ohlwein@)jlp.de
AuBerhalb der Biirozeiten

CAM-Mitarbeiter 03641/62 16 — 36 cam@jlp.de

Schulungsangebote

* Schulungen bei lhnen oder in unserem Firmengebaude am Standort Jena
* Technologieschulungen

Wiinschen Sie weitere Schulungen? Kein Problem! Setzen Sie sich bei Bedarf mit uns in Verbindung!
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Ansprechpartner Vertrieb

Vertriebsinnen- und AuBendienst

Herr André Siebert

Innen- und AuBendienst 03641/62 16 — 30 a.siebert@jlp.de

Herr Michael Posnainski

AuBendienst 03641/62 16 — 58 m.posnainski@jlp.de

Vertriebsgebiete

Postleitzahlgebiete

10 bis 19
20 bis 29
30 bis 39
40 bis 49
50 bis 59

Herr Michael Posnainski - AuBendienst
Tel. 03641/6216-58

01 bis 09
98 und 99

Herr André Siebert - Innen- und AuBendienst
Tel. 03641/6216-30

Postleitzahlgebiete

60 bis 69
70 bis 79
80 bis 89
90 bis 97

Herr Michael Posnainski - AuBendienst
Tel. 03641/6216-58
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Jenaer Leiterplatten GmbH
PrissingstraBe 31 - 07745 Jena

Telefon: (036 41) 62 16 - 0
Fax. (03641)6216-55
E-Mail: info@ijlp.de

www.jlp.de




